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Abstract (en)
The device (10) has a support (12) i.e. metal frame, with a bearing surface (A) for bearing of a wood-based sheet (14), and a suction device (16)
for applying a negative pressure on a surface of the sheet. The suction device has a suction bar (18.1) linearly running in sections. A sealing (24)
held at a side of the bar is turned towards the bearing surface. The bar forms an evacuation suction cavity (26) in the sheet. The cavity has a suction
surface turned towards the sheet. An application head (42) applies a tempering liquid (40) to a tempering strip (38). An independent claim is also
included for a method for manufacturing a wood-based sheet.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine Holzwerkstoffplattenvergütungsvorrichtung mit einer Aufnahme (12), die eine Auflagerfläche (A) zum Auflagern einer
Holzwerkstoffplatte (14) besitzt, und einer Saugeinrichtung (16) zum Aufbringen eines Unterdrucks auf eine Oberfläche (S) der Holzwerkstoffplatte
(14), die auf der Auflagerfläche (A) liegt. Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass die Saugeinrichtung (16) mehrere Saugleisten (18) umfasst, wobei
die Saugleisten (18) zumindest abschnittsweise geradlinig verlaufen, an ihrer der Auflagerfläche (A) zugewandten Seite Dichtungen (24) besitzen
und ausgebildet sind, um mit einer auf der Auflagerfläche (A) aufgelagerten Holzwerkstoffplatte (14) einen evakuierbaren Saugraum (26) zu bilden,
der eine der Holzwerkstoffplatte (14) zugewandte Saugfläche (F) besitzt.
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